
Rilfil RJLSI raJiSI RJLSI 




RJ151 RJtSI RjiSI RJiSi : 



t # @ % 

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
REPUBLIC OF CHINA 

( 

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this 
office of the application as originally filed which is identified hereunder 



0 : grit /2003 06 ^ H. 



Application Date 



Application No, 



092115797 



Applicant(s) 



SI 



"a 



Director General 

V 

^ ife 



51 



Issue Date 
Serial No. 



^ - 2003 



09220934730 




» 












SEMICONDUCTOR PACKAGE WITH HEAT SINK 




(tx) 






1. Cnang-Fu LIN 


( t J^^) 


1. t#K.® TW 


( t X) 


1. ^n#..a-^^*#db#f97!£ 




1 \[r\ Q7 nr\n(Tl in iM ^i"Tpp+ 1 ippvn T i TTimpn H^ipn Ti^iwfln R D P 

1 . liU, ' ) L/vJllg iili li. OLiCCL, JjldCyU, Ji UllUdl 11 0 1 Cll) 1 d i Weill, IV. \J. \j. 


tit/. 

( iL\ 








1 ^TI IfDNWARF PRFfl^sTON TiMDlISTRIFS CO LTD 


( t^x) 


1. TW 


(t X) 






l.No. 123, Sec. 3, Da Fong Road, Tantzu, Taichung, Taiwan, R. 0. C. 


(tX) 






1. Wen-Po LIN 




^ 1 I 



1 a : 




ttf : 






t ^ 








(^3A) 


it ^ 
(tX) 




id Z 


2. Han-Ping PU 


® *s- 


2. t#ll@ TW 


(t X) 




^) 


2. lOF-l, No. 649, Chung-zheng Rd. , Yongne, laipei Hsien, laiwan, 
R. 0. C. 




^^^^ 
(t^) 








( t 




V 'S^ ^ ; 

(t ^) 




^) 




(tx) 








IP 


illi 


Iff 1 



% 2 I 





I PC ^5- 1^1 




5X.0^ W 




t X 




^ X 




A: 

(*3A) 


ii± ^ 


3. 


it ^ 


? fhipn Pino- HKANr, 


H # 


T # R ESl iff 


V T 3C> 






3. No. 8, Lane 26, Kang Chuang Sreet, Chutung Town, Hsinchu County, 
Taiwan, R. 0. C. 








M ^ 
i^X^ 




® H 








:^ X) 






(tX) 






i'^X') 





liiiiii 




^31 



- a * It ^ # ^ 5^ ^ ^ # ' ^ ^ tSL s. i}^- © 

- a^a >1 A U # ^ a^a >^ ^ ^ ^ # ' U H ^ "l^ ^ M <^ ^ 

^ ^ -y^ - n ^ ^ t t n (Slot)' a ^ # n 

^ t5: ;^ It ^ # # FbI J. >v ;r ^ # t ii >^ iB ^ 

-f^ ^ f f # t ii >ii £t! * f # ^ # '^^ # *4 '{^ 

^ (Lock) :C 1^ ' 1^ if # # 44 ^ ® ^» ^ 

it ' tfi3 -f^ ft ^ # m ;t -fi ^ -h ° jtb ' ?A t9L^ ^ ^ 

^ ^ it ^ m M ' 

m ^ m ■■ % m 

\{S 1 1 J:. ;^ © 

1 2 T ^ S 13^^ 
1 4 J*. ^ 2 0 ^ 

. ^^#a^^^#. (#a^^^g : SEMICONDUCTOR PACKAGE WITH HEAT SINK) 

A S-emiconductor package with a heat sink is •• 
disclosed, in which at least a chip and a heat 
'o ink covering the chip are mounted on a substrate. 
At least one slotis disposed on at least one of 
the corners of the heat sink attached to the 



substrate in order to fix the heat sink on the 
substrate through an adhesive material which was 
applied between the heat sink and the substrate 
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7^ > ^x^m^^^ C^^mj&m ■ semiconductor package with heat sink) 

and fil.led throughout the slot. The disposition of 
the slot can provide the adhesive material filled 
therein a locking function to mount the heat sink 
more securely on the substrate. Further, the slot 
disposed on the corner of the heat sink are 
capable of diminishing the detachment of the heat 
sink due to the stress concentration therein. 
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i ' #B^ma^ (1) 

[ # m >fT M ^ m 41 ] 

^ m % ^ m - ^ ^ ^ M ' /c ^1 - « * ^it ^ f 




^ ^ ^ It ^+ ^ # ' a if i4 ^ ^ It ^-t ^ # ^ i?t = 
[ tIg ^ % ] 

a: a% ^ * P# (Flip Chip Ball Grid Array 
FCBGA)^ ^ It ^ # - #4 fS] ^ ;t a A 4fif ^'J ^ 5^ 
^ .^t >f4 ' ^ '}^^ - iB )\ P it (Solder B u m p )t 'f^ 4. 

i Si s^E n ^ A ^ )JL «: tS: ^ # *L J; ?^ ^ i! 

(Input/Output' I/0)i»^^i?^5^ (Solder Ball)» ^#I^b^b 

)^ 'I'f m A i. ^ ^ ' _L iiti ^ ?f It # t 41 ^ - ft ^ 

# ' ^ m ^ ^.j ^ 5 , 3 1 1 , 4 0 5 , 6 3 7 , 9 2 Oft # ^/r S ^ ' 

# ^ H ^ -fi #J (Adhesi ve)^ 1^ # ( S o 1 d e r #4 ;^p^ 

^ Ji. ' J- ^ ® ^ A a^a >M © a ^ # b% >^ Hrj m ^ 

^i: f i: i4 i b^b >i ^ * = ffii > #'J ^ # S -^-J ^ n # #i ^ ft 

^ ^ ^ ^ ^ ^ & $h ^ A ^ m m it ^ ^ ^ ^Si $^ w 

^ m ^ ' ^ ^ ^ # ;tS. Fa^ ^ >{t. ^ ^ ^ fij a ^ #t ^ # 

1^ fal ^ ^ ( D e 1 a m i n a t i o n ) ' i4 ^ f it ^ # ^ ^ ^ : itb 

' -t # ^ ^;i:;feit^^h^^a:t*!7^a^ ' ^ it A 

± it ^ # ^ >^ 6^ 5^ ^ = IS] . i ;^ ^ ^ ft ^ # i% fal 

^ ^ #1 ^ # ^14 ^/r # >t i ^ ^ -^^ ^ ^ Pfx. ;^ ^ :t >-t 

^ ® ^» . ft ^ Fel ^ ^ Si ' it >fe ^ 5^ It 

i=f ^ # >^ M 'J> ^ II- >i: ^ # T ■ ^ e ^ H * A ^ ^ # 

^ ^Sl fA ^ ff-^ ^ ^ m ^ ^ ^ A ii^ $h ^4- ^ ^ fA ° 




JL > ^mnm (2) 

m'it ' ^ ^ m A it ^ m :^ ^ ^SL J:. ^ m 

^ii M- " -ko ^ m M- ^ 5 , 9 0 7 , 4 7 4!^ # ^/t ^§ S ^ ^--t ^ M 

It ^ # -h #1- ^ ^ ^ ^1^ ^ ^ ^ > 3. ^ ^ 

Ji S=f >^ ^ ^Mi '71^ ^ tS: ^ # *t vfs] • a -(^ :{(o ±f # ^ S 

^ # ^ t5: ;^ lit ^ # 1^ jtb jT^j- ;!|. ^ :?L >is] t rffj 1^ i4 ^ ^ 

# ' # ^ -fi II ^ # ;^ ;S- _L » 

_L i4 ^ f -li ^ It ^ # A ^ * t ^ ft^ ^ ^ C3 PS 
M m ' it n l# ^4 it H * -f ik M >ir (Hal f-Etching)^ 

m. ( Forge M 4# ^ # ^ ' M ^ ^ 3. U 41 ' ^ 

^ ^ ^ >^ ^ T ° 

:^ itb ' ^ m ^ ^'l 6 , 1 8 8 , 5 7 8!^ ^ ?P - ^ 

^g. >i: J- m -f-^ ^ >t ^ ii. 31! ( Stamp ing)5^ ^ ^ # > itb ^ 

>t M ^ ^ It ^ # ^ SSI ;5/r ' 

ie 8 0' 8 0^ it T ^ -ft * ^ ^ ^ ^P 81' 

# ^ ^ ^P 8 1:^ ^ 41 ^'J 1^ ^ t5: ^ ^ Jl« ^P 8 2' -l^ m ^ n 
^ ^ ^P 8 21% ^£ -^^ ° 

m frj ' itt >t ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ #i ^'1 ^ ^ # ^ # 

^;^p^;i:feJlaf . ;&^^^#,#^^j|?^P 8 2^;&;fe:^^i#& 
6^ >K >r ^ ^ it ^ t^^ ^ ^ *^ -Tn i4 ^ It ^ # ^ «L 

: >tb ^J'h ' S ^ ^ # -j^ ^ ^P 8 2^ ^ fal ^ it -flL 
(Thermal Mismatch)rfib A ^ M t} ^ ^ %t A ^ ^ 
^ ^ ^ ^ m. ^ ^ ^ ^ ' ^ A ^ it M ii- 

^ ^ ° 1^ 8f ' * lib >t ^ ^ 51! ^ It ^ # ^ 4^ il€ ^P 8 21% 

^ ^ ?i\ ^ ^ m ^ m ^ ^ i-t ' ^ St ^ It ^ # # fal 
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5- ^ -fl-B^t^a^ (3) 

^ $^ ^ ^ m ^ ^ ' 

^ ' 'A m ^- M % 6, 3 7 6, 9 0 7!!fe # '71^ - in ^ 911 

^/t ^ ^ ^ is ^[5 9 0# ^1 # ^ a^B >^ _L ' J. # * T 41 ^ t5: 

9 m ;tS. ^ liL # ° ^ ^ # ^ 9 1 

^Ai»ft>^^f>^^n 92' m- ti lif^ ^ ^ %^ "^X^ ^ ^ t 

lit 73 * ;5P^ it ^ # ^ -g- ^[5 9 1:^. ^ ^ ^ ^ ^ 
8^ • IJJ -t ^ fl^ ic, ^ C7 ^ It ^ # i-X ^ ^ 9 li ^ i ;5?^ 
^ ^ 1^ ' ^ @ ^ ^ # # # ^ # fal ^ M ^> M *t 

(Coefficient of Thermal Expansion, CTE)^^ Is] > 
^ ;^ ^ m ^ ^ It ^+ ^ # ;^ ^1. ^ Jto >S >^ # ^ 
(Thermal Cycling Test, TCT)^ ^;i:t.^^- (Thermal 
Shock Test, TST)- ^f^>SM#t^^(High Temperature 
Storage Life Test, HTST)#-=rA>^>^~'J^t.^S*£A^>:^ 
>^ -ft ' 5f 5t ^ iS- # ^ ^ ' ifh ^ it ^ ■i'^ n ^ ^5. ^ 
^■^S}±.A±^M-tj ' ii i o°a t -t- §^ f=1 ^ ° <?'J ^ ' 

# i-t ^ # ^ ;!?^ if >^ 5* it ' * It ^ # ^ M ^ ^ 

A ' ^ m A i- ^ ^ m ^ ^M: i M ^> $k ^ iS. ^ 

A ' ffib It ^ -f^ ^ fal # S ^ :t M >!% - 

^ ' t M ^ i"^ A ^ ?^ ' ^ M ^ Ix A ^ It ^ # 

'ir^ ^ ^ lie A ^ ^ ^ ^t^ * ' it ^ it ^ n ^ ^sl m ^ 4^ 

^^A^^>\tmM:h " ^ m ^ ^ ^ir jik. ^ % m :h -ko 

>i: m ^'i m ^ ' mm^^fk^s^%^^^^'^^^i$,^. ^ 

It ^ # # 9 1^ ^ >4 ' -f^ i4 ^ A ± ' ffij I, 
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i - #8^tJtB^ (4) 

^ ^ i^ ' ^ A ^ ^ ^ ^ m J:- ^ ^ ^< " 

A a ' # * It # ^ 9 1^ ^ ;4 ;^ *A D 9 2- 

^ >{r^ _L i4 a ^ ^it ifh A ^ ^ 4^ ^ ^ ^ ^ fe^ ^ ^ 

itj ^ # it # # 6^ J± ' a vt. ;^ ^ ^ o 

9 2# :^ # ' y% ^ ^ ti ^ ^ ^ n t m ' in. -i^ ^ ^ # 1^ 

M ^ # M m. A # '14 'B. ^ fA ° 

' itb ;ir^ ^ 9 1^ ^ -4 fl/ ^ D 9 2:^ ft # -^^ 

i^. & ifL > it ^ ^ ti, # ^'h i7 ' ^ @ ^ ^ # 1^ ;^ 

W ^ 5^ ^ i f t ^ # ^ ^ «t >t 

"(Delamination)' itffi)i4^^^#^^¥lt^ fA M = 

. i ;ir^ ^ ^ ^ 9 11^ fa^ ^ 4fe a ^ -f/J yi ^ Pf< ' ffii 

j;^ ift - ^ ^ ^ ^ ft ^ # fal :^ #A ^ ^ -g- « 

a. itb ' T^ttj ^ _L iijC ^ a if it ft ^ # ^ f-l ^ 

^ ^ >7f3 -f^ f t ^ # ^.1- m ;c 4s. -L ' ^ ^ - t ^ m ^ 

^ # ' :^ it m ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 

4^ (Slot)' a f t ^ # # It ;ir^ f t ^ # J% 4& ^ ^ 

4t ^ t5: ^ ' m ^ n t ^ ^ t ^ m ^ ^-^ ^ ^ ^ ^ 

(Lock) ^ ^/j ' ifh ^k ^ ^ "i^ m ® ^ ^ ^ -t- ° 

^ ^ m ^ ^ - @ 6^ fjj ^ ;^ ^1: #^ - * ^ # ^ -f ^ ft 
ii ^ ' -f^ f t ^ # HI itii ^ -fi ^ 45. -L 6^ ' 'tF # #1 




s- ^ ^mn.m (5) 

* P^l t5: ^ ^ # ^ ^ >^ 6^ f ^ ;ft ^ ?t lit ^ 1^ 4 >t. 

# - @ 6^ ^ ^ -f^ - ^4 * #t ^ -f^ ^ 4^ * It 

# ^ # ' -f^ # i-X # jfi: if ;&o # -g- ^ # 1^ ^ ^ # ■t± # # 
S ^ ® ^* ' # ift - ^ i^: ^ # ^ * fal ^ ^ ^ 

^ it ^ -L 4§ ^ -to s ' ^ m M- - A a ^ ^ 

^5^its^^# ' : ^ ^ ' ^ ± ^ ^ jsl H n ^ i& ±. ^ 

^ *t If t it # t -i-i it # J- : ^ ^ # • tS: i ;^ IS 

^ J:. ® i i£ a # B^a ' tS ^ ?^ # * * a: # ^ a^a >H 

^ is ^[5 . i ^ is it ^4 # J- ^ ^ # ■ .S- * 

it # ^ ^ JE^ t5: ' # -f^. tS ^ ie ^P ^ tS ^ -If 

^P ^ # rTn ^ ^ ;ip^ tS >K Ji >5- ' 3L m ^ 4^ ^ n ^ ^SL ^ ±. 

^ ^ 4^ ^ ' > # ^ ^P ^ ^ f^l ^ 1" ^ ;ft ; # 

•f± # # ' It t5: ;^ tS ^ # ^ ^P 4^ * S) ^ Tal ^ & 

^ n ^ ^ ^ t ^ t M. y& H, t ^ 4i ' i-x # tS ^ -j-^ # 

^14 m # IS ^ ^ # ^ tS -h : i^A 3. §r ^ . tS: tS 

^ T ^ © -L 

-h i4 -f ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^'J ^ f^l t5: ^ f ^ ?t ^i: 

^ # ' m $^ ■i± u ^ ^ ^ n ^ ^ m 3- m ^ U 

f ^ ys. tn u t ^ m ^ M. ^ ^ ^ ^ -L ; 

?P ' ^ ^ ^ t5: £ lie t5: * t it >ii iil ^ # # # ^N- 44 ^ # 

m ^ (Lock)^ ' a ^ M ^ m ^ 4^ ^ ti ' ffij 
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S- - i^rmttm (6) 

^ M # m m ^ ^tL ^ ^ ^ ±. <• 

s ith ' * ® -fl^ ^ # a 6^ /-f- >^ ^ -fi > 

5^J.il^:^#l^;&fera1:^^yi (Delamination)' ifti7f7i4j^ 
^i: ^ # ^ ^ ^ tt ^ fo^ ;ia ^ ^ ;^ ^ # ^ ^ ' 1^ '11^ # H * 

?A ^ ^ ^ n ^ t ^ m m ' ^ % ^ ^ 
it ^ ^ h ^ ^ ^ " 

itb ' i f ^ # ^ tS: 4 -f^ # It t5: ;^ It ^ # ^ ^S. ^ 
Pal J- ^ -J- ^ ;m t ii >il A ^" ^ # ^ # $ A 'f^ # ^ 
.'-^^ m ^ ik. ' fla ^-f a A ts il: 4 ^ ^ # ^ ^ Fal ^ S ^ # 

[ ^ ^ 5^ ] 

a T ?P i& ^ m IW il ^ ^ 1 - 2- 3 - 4 ^ 5^ 6S .^ffl t£ 
^ II- J^/t ^ ^ ^ it ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # ^ *c. -fi * ;5fe 

^ Iffil -f^, IS ;^ # 1^ ^ ^ ^ ^ It it ^ # ° ^ 

ffil ^/t 7F ' ^ # ^ 5f ^ it ^ # # -f^ ^ 1 O-f-^ Jb a% >^ 7?C 

^# (Chip Carrier)' U ^ ^ lOi^-aritoit^^flt (Epoxy 
Resin)- ^Sit® (Polyimide)- BTCBisinaleiinide 

'Sr iazine)^ FR4#tffl^;f^Mt##$iil° 

1 0* Jl ;^ a 1 4S ^ ^ U ^ ^ 1 1^ T ^ S 

12' U ± A ^ 1 1_L ^ ;t ffi ^ ^ ^ ^ I? ^ (Bond Pad) 

I 3a ^ t9L m (Solder Buinp)2 04Lffi > lO^T^ 
a 12_L ^ ^ ^ ^ (Bal 1 Pad) 14a -f^^ # ^ 
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i ^ #a^tJta« (7) 

(Solder Bal 1)30^ t5: 4l ffi o ^ ^ I Q:^ U ^ M 'f ^° 4i 
^-t • ;^ itb ^ f- ^ 14 

>i 4 0:^ 1"^ t5: ^ X. # -t 2^ II ^ 'f'^ ^ * 

© (Active Surface)4la^;fiSf;f^t^'f-^ffl^S 4 1^ 

(Non-active Surface)42' ' a^B>i 4 0^#^^® 

Al±. m ^ ^ ^ ^ ^ ' ifh ^ ^ A3^^ M M ^ ^ ^5. \ 0 

^ n ^ 13^ n is }^ 4 0^ -f^ ffl ^ fi/ 4 II I' It Jtn ^ 2 0-^ 5^ 
€ TC # -1^ t5: ;!r^ ;tS. 1 0-^ _L ^ & 1 1 Ji ' a -f^ ^ i?- Jt^ 2 0^ ^ 

^'J # i4 J- >!t- ^ ^ 1 3 ^ 4 3^Q B^a >i 4 OH t it # ^ 
1 0 ° itt ^ ^'J ffi :^(n ^ i4 ^ 1^ f: it # -ft B^a >{ ;^ 4i i4 # 

|i gp ^ a^a ( F 1 i p - C h 1 p % • ^ - A ^ ;^ ^. 

^ ^3. B% >K ^ fal ^ ^ '1-^ it # 51- ffi^j i% # H -i^ it # 

-fe itb ^ ^ tS: ^ # ^ .^S # # 2 B^B >i AO^ ^ ^ 

1 0:^ Pel a ^% 1L H m 2 ^ ^ P^: ' -f^ If 2 ig, # 

^14 2 l^/f ^ ^1 :tt it j:^ 4 OiSi ^ 1 Ofal ^ If ;^ » itb It 

B^a >K ^ ^ fal ^ P^: ^ ;r 1^ ^M* # ( Unde r f i 11 )4i 

m ' <fl -kv ^ a f .f i ^ ( D i s p en s e )^ 5^ >i ^ -tt # # ^fn 

H ^ Iffl ^ 'f'^ ffi «:ap i 1 1 ar i t y )'f^ Ig. # ^H- ;^ 4§ l?P If Jt^ 

m ^ ^ m ^ ' it M. m 0- m % >i % ^ m • ^ ^ ^f- ^ 

^ 5 0#, t5: £ 1 0^ ^ © I iJSi A )^ 4 0^ # 

^ ^ a 4 2_L ' it H :^ 5^ M # 6 0# a ^ # ^ ^ # 5 0^ B^B 

>! 4 0 ' -f^ B^a >^ 4 0^ it # 5 Om fl. flj ^ ^ a ^ 
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i ' ^^Mw^m (8) 

^-h H >f ^ if^ 41 -li - ^ # 5 0^ -f^ ffl ^ >^ 4 0 

i€ -f^ A i ^ ^ * # it ^ ^ # 6 Offi) M * li: ^ # 5 Olt i4 ^ ^'h 

^ ^ ^ ^ ^ ^ f§. M ^ ^ ^ iit = 1^: ^ # 5 0^1- -i^. ffl 

5^ ^ # # a •;t ^ ^ ^ -li m ^ ^ is 5 1 ' i ^ is 

5 1^ it # 5- 1 0^ Jt ^ 5 2' ^ it ^ ^ 52:^^ 

^ t5: ^ .^^ -g- ^P 5 3^ It - # -f^ ^ iS ^P 5 1 1^ ^ # 

^P 5 2//t JL # ffi ^ # ;^ B% >; 4 0_L :^ ' ii # * -t^ ^P 5 3# 

^ 1 O^^L Ji ^ © 1 ^ » m -k^ ^ 2m m yF ' ^P 5 3 

^ k 1^ m n ^ ^ ^ ^\ & ^ iik " ^ t ^ ^ ^4 ' -^n -f^ 

.•^>. 1 0:^ _L ;^ ® 1 1/f; ^P iih S *^ ^ IF # 5 4 1 ° t t ^ 5 4 
¥ ^ ^P 5 3^ E3 ^ >4 ^ - t5: » ^ f i ■l± # # 

70 > :ico ^ ^.j (Adhesi ve)^ ^ if4 (Solder)^ > li t5: ;^ ^ 
^ # 5 0-^ # -g- ^P 5 31^ ^ 1 0^ _L ^ S 1 1-^ fal • 3L a iB. t 
m. tl i-x -f^ ^ S # ^f4 7 OM ^f- ^ ffi) i* # ^ ^P 5 34L f ^ # 5 4 
t ii >s iJ 1" ^ # 5 4' # it -ft :^ ( C u r i n g a # ^4 'f^ 

# .^4 7 Og] -ft ° * ;^ ^ ^ ?Nv # 5 0-C # ^ ^P 5 3^ ^ # 5 4#. 
^ ;5?^ ^ ^ # 5 0^ ^ ® _L ' ii: ^ It ^ ^ ^ # -l-^ # *4 7 0 
li: * : -t >i ^ ^ f # 5 4 1 ^ # '14 7 0>ii ib 1^ :|- f 

^ 5 48f . ?p e 5t> ^ # '^4 # f4 7 Oa tSi f :r # 5 4" 

^ ^ ^ # 5 0^ ^ ^P 5 3i^ 1 Of-I m3 ^ ^ # >i .V ^ ^ 

# #i 'f-^ # ^14 7 0° i* ^ ^P 5 3^ 1" :r # bit ^ iU. ^ it t ^ 
5 4:^ ^ # -fi # # 7 0^ HI ^1 Bp ^ ^ lil m ^ ' ^ t ^ # 

5 4Ji ff^ ^ 4t ^ 7 1 ' rfii tfe il: ^ ^ ( Lock ) 

^ j;!/ ■ a H # # # 7 0^^ m It ?^ # 5 0;^ ;i- 1 0 J:. = 




i ^ ^frmtt^M (9) 

^ it 3 OI'J ^ & ^S. 1 0^ T ^ fi» 1 2J:. 1^ JijC ^ 

14' 5iR 3 Oi% ^ ^ ^ It # ^ ^ /l^ 

( I n p u t / 0 u t p u t ' I / 0 1.x i% ^ ^ Si ^? m % ^ ^ 
(Printed Circuit Board' ^Stf ' i':^'f^.B^a 

>\ 4 0# it iiS JiR 3 O-t 'r± il, # ^ -1?^ ^ ^ flFj ^fe ift ;ft it -f^ - 

* Jl 1" :f ;ft 5 4^^ P^l t5: - ^ $h ■\± # ^14 7 0^^ H * a 

t5: ;^ ^ # 5 0^^ ^ 5 3i^ 1 0^ Fal JL ^ f ^ # 5 4 

f }^ tn t w ^ ^i^h ^ ^ m ^ ^ ^ ' It ^ # 5 o^i 

il itb # Ji ; ii 0 :r :^ # 5 4^^ t5: I: rSj # ^ # .^^ # 

7 0^ ^ ^ # 5 04L 5 3Fa1 «i ^ ® ^* if ;&t7 . it # a A 

il: # ft ^ # 5 Oi^ ^ 1 ^ #i ^ ^ > ft # #i 

^ fal ^ /t ' ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^Ic ^ # ^ 

>k » 1^ 8^ . H * -L f^T t5: ^ 5 3-^ ^ -4 6^ ^ # 

5 4' '75^ # # ^ft iiii ^if ii # IS ^Sl >^ 'fb ffii ^ :i ;^ ^ -g- 53 

#i 1 Ofal i£ # it ^ ^ ir^ ^ :^ ^ ^. ^ . # ^ P;^^ it ^ ^ t 

;5r^ -g- ^P 5 3^ A ;4 ^ ^ m it ^ ^ ft #r # ^ ^ f=1 ^ = 

jtb ' -L iik ^ ^ # 5 0:^ ^ -g- ^P 5 3^ ^ -4. ^/f f^W5: 41 

" L"^ 1" ^ # 5 4ii ^ a ^ 2m m ^ ^ m. ' ^ .7? ^ a :feo ^ 

3® ^/f ^ ^ ^ ^'i © ;R E ^ ^ ^ m" ^ # 15 4' ^ 4® 

m ^ ^ 7K ^ ^'i ^ m i\k ^ -j- ^ ^ t t 25 A ' % m ^ ^ 

^ 7K ^ ^ m iik ^ m ^ t 3 5 4' -kv ^ Qm m ^ ^ 

^ -&-J fli ^ ^ " T " :r fl^ ^ 1" ^ # 4 5 4^ ^ ^ -fi ^=1 ^ -e it -t ff> 

^ f f ;ft ^ a ^ . ffii -f/) ^ ^ 5t 15] ^ » 

#^'_Li4M"^#54' 154' 254' 35 4^ 45 4-^/^^ -75^ 




S. - #Bfltjt3^ (10) 

^ ;!;a tS: ^ 7 TBffil m ^ ' - M ^ ( Taper )4l M 

5 5 4 ' ^ ^ F^sMM ^ # ^/f 6 5 4 ' ^ M ^ ^ fi^ t 

^ # S ^ © # ii # ;io 5i ^ 'f^ # # 7 0 ^ 1^ fal 

:C ^ ^ -f^ ffl 4L ;R (>K ® TF ) . -f^ it - ^ A # 'l-^ # # 7 0 

# f :^ # TbI # ^ ® ' i-x ^ # It ^ # 5 0^ ^ 1 OFbI 
^ ^ ^ = 

•i"^ a m iiit ^ ' -fl ffi a ^ ^1- ^ It ^ 1'?') 

6 ' ii ffi J-X ^ # :^ ^ ^ 1^ S . ^ f 

51 ' -f/) ;E >^ ^1. ^ * m il m ° 




I m ^ 'f^ ^ tn. m li 

% m ^ # m ik ^ ;5fe m ^ -f ^ it ^-t ^ # 

^ 2a -f^, 7f^ ^ lii ^ ^ # ^ _L ^£ SI ; 

^ 3a #> TF ^ ^1- ^ ^ >fi}. ^ - ^ ^ Jh ^£ 

ffl ; 

^ 4ffl i% 11 ^ 4^ ^ 1^ # ^ - ^ i?.J ^ _L 41. 

SI ; 

% 5a 7F ^ 41- ^ ^ # :5L - ^ ^-fj Jl ^f, 

a ; 

% 6ffl ill 7F 4^ -fl- ^ ^ # :^ ^ - ^ ;5& ^?.J ^ _L 4^ 

a : 

^ 7Aa # ^ :r ^ # 1^ ^ ^ ^fe <?'J ^ ^ :E a, ; 
^ 7 Ba ^ ^ ^ ^ - ^ ^fe -f^'j ^ ^ * a 

^ 8B .is ^ 7^ ^ t ^ 1^: ^ # ^ ^ * a ' i^J^ ^ 
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